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ASIGNATURA: 14666 - DI SENO DE PCB¢S
CENTRO: Escuel a de Ingenierias Industriales y Cviles
TITULACION: I ngeniero Técnico Industrial, especialidad en Electronica |Industri al
DEPARTAMENTO: | NGENI ERI A ELECTRONI CA Y AUTOVATI CA

AREA: Tecnol ogi a El ectronica
PLAN: 10 - Afio 2001 ESPECIALIDAD:

CURSO: Cr. conunes ciclo IMPARTIDA: Segundo cuatrinestre TIPO: Optativa

CREDITOS: 6 TEORICOS: 3 PRACTICOS: 3

CreditosECTS:4,5 Horas de trabajo del alumno:112,5

Horas presenciales.69
- Horas tedricas (HT):12
- Horas précticas (HP): 22
- Horas de clases tutorizadas (HCT): 26
- Horas de evaluacion: 2
- otras:7

Horas no presenciales:43,5
- trabgjos tutorizados (HTT):13
- actividad independiente (HAI):30,5

Idioma en que seimparte: espafiol

Herramientas para el disefio de PCBs. Placement y routing. Equipos de fabricacién de prototipos y
produccion en serie. Analisis térmico.

Temal(2h.)
T1.1 Introduccion.
T1.2 Funcion.
T1.3 Resefia historica.
T1.4 Materialesy medios actuales.

Tema2(2h.)
T2.1 Entorno de disefio para circuitos el ectronicos.
T2.2 Tipos: CAE, CAD, CAM.
T2.3 Vision general del proceso y transferencia de lainformacion.

Tema3 (6 h.)
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T3.1 Editor de esqueméticos.

T3.2 Herramientas de conexion.

T3.3 Mangjo de librerias.

T3.4 Chequeo de la conectividad.

T3.5 Traspaso de lainformacién a otros editores.

Tema4 (6 h.)
T4.1 Editor de placas de circuito impreso (PCB).
T4.2 Entorno de disefio.
T4.3 Utilidad de las capas.
T4.4 Mangjo delibrerias.
T4.5 Reglas de disefio.
T4.6 Generacion de informes.
T4.7 Traspaso de informacidn a otros editores.

Tema5 (4 h.)
T5.1 Tecnologias de encapsulado de componentes el ectrénicos.
T5.2 Convencional, montaje superficial (SMD) y otros tipos (hibridas de capa gruesay fina).

Tema6 (4 h.)
T6.1 Procesos de fabricacion.
T6.2 Condicionantes para el disefio.
T6.3 Produccion de prototipos y produccion industrial .

Tema7 (2h.)
T7.1 Editor de ficheros CAM.
T7.2 Formatos RS 274-X, Excellon.
T7.3 Adaptacién de ficheros ala maquinaria de produccion.

Tema8 (4 h.)
T8.1 Procesos de soldadura.

T8.2 Materialesy normativas.
T8.3 Tipos de procesos segun €l tipo de placay segun el tipo de componentes.

Requisitos Previos

Los propios de las asignaturas de Tecnologia Electronical, Tecnologia Electronicall y Electronica
Digital.

Objetivos

Objetivos de la asignatura

Conceptuales: El estudiante serd capaz de:
(C1)=Conocer € Flujo de Disefio Electronico.
(C2)eldentificar las Reglas de Disefio.
(C3)eSeleccionar materiales y procesos para lafabricacion y soldadura de Circuitos |mpresos.
(C4)«Conocer e concepto de Fabricabilidad (DFM).

Procedimentales: El estudiante sera capaz de:

(P1)eUtilizar un entorno CAD parala captura de esquematicos.
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(P2)+Operar con el editor de Librerias de esquematicos.

(P3)eUtilizar un entorno CAD para el disefio de una placa de circuito impreso (PCB).
(P4)«Operar con el editor de Librerias de huellas o footprint.

(P5)eUtilizar un entorno CAM para la adaptacion de ficheros ala maguinaria de fabricacion.
(P6)sPlanificar el traspaso de informacion entre editores.

(P7)sAplicar las Reglas de Disefio.

(P8)~Efectuar lafabricacion de un prototipo de circuito impreso.

(P9)+Practicar |a soldadura de componentes convencionales y de montaje superficial.

Actitudinales: El estudiante sera capaz de:

(Al)«Enfocar €l trabajo seguin los condicionantes del disefio.

(A2)«Organizar y planificar lainformacion.

(A3)*Adquirir habitos de trabajo autbnomo.

(Ad)Desarrollar actitudes de cooperacion y responsabilidad en |a realizacion de tareas grupal es.

Metodologia
TEORIA (Grupo completo):
Actividad del profesor:
Clase expositiva. Se utiliza pizarra, acceso a WEBSsYy programas CAD, CAE especificos.

Actividad del estudiante:
Presencial: toma apuntes, participa con planteamniento de dudasy €l desarrollo de gercicios en
laclase.
No Presencid: utiliza el acceso a WEBSs, programas CAD y CAE para la resoluciéon de
cuestionarios 'y €jercicios.

PRACTICAS DE LABORATORIO (Grupo de 4 estudiantes méximo):

Actividad del profesor:

Suministrar la guia de cada practica. Explicar €l desarrollo de la misma y los materiales a
utilizar. Fijar los objetivos a alcanzar. Los medios utilizados son los equipos para € disefio
(ordenadores), fabricacion y montaje de circuitos impresos €l ectrénicos.

Actividad del estudiante:

Presencial: Poner en practica los procedimientos explicados y anotar las incidencias y resultados
de los mismos. En tutorias, asistencia a una entrevista para la correccién y puntiuacion de la
préactica.

No Presencial: Puesta en comun de las anotaciones personales y elaboracién del informe de la
préctica segun el guion de lamisma.

TAREAS DE APLICACION (Grupo completo):
Actividad del profesor:
Elaborar y presentar guias de procedimiento. Se utiliza pizarra, acceso a WEBS y programas

CAD, CAE especificos.

Actividad ddl estudiante:
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Presencial: Utilizalas guias de procedimiento pararesolver gercicios con objetivos especificos.
No Presencial: analizala correccién del profesor para contrastar su aprendizaje.

TUTORIAS (trabajo independiente del estudiante):

Actividad del profesor:
Resolucién de dudas y asesoramiento y correccion de las tareas realizadas por |os estudiantes.

Actividad del estudiante:
Presencial o No Presencia (correo electronico o Campus Virtual): planteamiento de dudas.

PROY ECTO (trabajo independiente del estudiante):

Actividad del profesor:
Elaborar informacion que incluya las especificaciones y condicionantes de tipo electrénico,
mecanico y de entorno del circuito impreso aimplementar.

Actividad del estudiante:
Presencial: entrevista concertada con el profesor parala defensa del trabgjo realizado.

No Presencial: generar mediante la utilizacion de las herramientas adecuadas (CAD, CAE,
procesador de texto, Internet), los documentos necesarios para la fabricacion de una placa de
circuito impreso que cumpla con las especificaciones impuestas y otros que describan la
utilizacion de las herramientas CAD durante este proceso

Criterios de Evaluacién

Se tendra en cuenta la asistencia a clase, la presentacion de los trabgjos de précticas y los de
intensificacion que se asignen. Durante el trascurso de la asignatura se harén test de comprension
gue serviran de referencia parala evaluacion final .

Porcentaje de evaluacion:

Asistencia: 10%

Presentacion de trabajos de practicas: 10%

Intensificacion: 20%

Test de compresion: 20%

Realizacion de un Proyecto de PCB: 40% (Obligatoria)

Entregadel proyecto en convocatoria extraordinaria: -20%
Entrega del proyecto en convocatoria especia: -40%

En caso de que falte a dos 0 més clases, se redlizara una prueba donde e aumno/a debera
demostrar € conocimiento en el manegjo del entorno CAD y de laimplementacion de las reglas de
disefio.

Porcentaje de Evaluacion:
Prueba de conocimiento:60%
Intensificacion: 20%

Test de comprension: 20%
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Descripcion de las Préacticas

Laboratorio de Circuitos Impresos

Practical (1h.)
P1.1 Configuracion del entorno CAD para circuitos impresos el ectronicos.

Practica2 (4 h.)
P2.1 Editor de esquemas el ectréonicos.
P2.2 Herramientas de conexionado.
P2.3 Esguemas simples o planos y esquemas en jerarquia.

Practica3 (3 h.)
P3.1 Manejo de librerias del editor de esquematicos.

Practica4 (1 h.)
P4.1 Ficheros NETLIST. Formatos, generacion y utilidades.

Practica5 (1 h.)
P5.1 Traspaso de informacién del editor de esqueméticos al editor de placas.

Practica6 (2 h.)
P6.1 Asignacion de huellas segun € tipo de componente (convenciona o de montaje superficial).

Practica7 (2h.)
P7.1 Editor de placas de circuito impreso.
P7.2 Entorno y utilidades.

Practica8 (3 h.)
P8.1 Manejo de librerias del editor de placas.

Practica9 (3 h.)
P9.1 Reglas de disefio seguin €l tipo de circuito electréonico.
P9.2 Implementacion en e editor de placas.

Practical0 (3 h.)
P10.1 Condiciones de fabricabilidad.
P10.2 Implementacion en €l editor de placas.

Practicall (1 h)
P11.1 Generacion de documentos para la automatizacion de la fabricacion.

Practical2 (4 h.)
P12.1 Procesos de fabricacion de prototipos el ectronicos.
P12.2 Fotograbado.

Practical3 (2 h.)
P13.1 Procesos de soldadura de componentes de montaje superficial.
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Organizacion Docente de la Asignatura

Horas
Contenidos HT HP HCT HTT HAI Competenciasy Objetivos
Temal T1.1 Introduccion. 2 0 2 0.5 1  Conocer e Flujo de Disefio
__T1.2Funcién.__T1.3 electronico. (C1); conocer €l
Resefia histérica._ T1.4 concepto de Fabricabilidad
Materiales y medios actuales. (DFM) (C4), enfocar €l trabajo
segun los condicionantes del
disefio.(Al)
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Contenidos

Horas

HT

HP HCT HTT HAI

Competenciasy Objetivos

Tema2._ T2.1 Entorno de
disefio para circuitos
electronicos.__T2.2 Tipos:
CAE, CAD,CAM. T23
Vision general del proceso y
transferenciade la
infformacién.__ Préctical
__P1.1 Configuracion del
entorno CAD paracircuitos
impresos electronicos.

0

2 2

0.5

0

Utilizar un entorno CAD para
la captura de esquemaéticos
(P1); organizar y planificar la
informacion (A2).

Tema3__T3.1 Editor de
esguematicos. T3.2
Herramientas de conexion.
T3.3 Mangjo delibrerias. T3.4
Chequeo de la conectividad.
T3.5 Traspaso de la
informacién a otros editores.
__Practica2 __ P2.1 Editor de
esquemas el ectronicos. P2.2
Herramientas de conexionado.
P2.3 Esguemas ssimples o
planosy esguemas en
jerarquia.

2.5

Utilizar un entorno CAD para
la captura de esqueméticos
(PL); organizar y planificar la
informacion (A2).

Tema3__T3.1 Editor de
esguematicos. T3.2
Herramientas de conexion.
T3.3 Mangjo delibrerias. T3.4
Chequeo de la conectividad.
T3.5 Traspaso de la
informacion a otros editores.
__Préctica2 _ P2.1 Editor de
esguemeas el ectrénicos. P2.2
Herramientas de conexionado.
P2.3 Esquemas simples o
planosy esguemas en
jerarquia.

Utilizar un entorno CAD para
la captura de esqueméticos
(PL); adquirir habitos de
trabajo autbnomo (A3).
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Contenidos

Horas

HP HCT HTT HAI

Competenciasy Objetivos

Tema3_T3.1 Editor de
esguematicos. T3.2
Herramientas de conexion.
T3.3 Manegjo delibrerias. T3.4
Chequeo de la conectividad.
T3.5 Traspaso de la
informacién a otros

editores.  Practica3. P3.1
Manejo de librerias del editor
de esquematicos.

2

2

Operar con €l editor de
Librerias de esquematicos
(P2); adquirir hébitos de
trabajo autonomo (A3).

Tema3__T3.1 Editor de
esguematicos. T3.2
Herramientas de conexion.
T3.3 Mangjo delibrerias. T3.4
Chequeo de la conectividad.
T3.5 Traspaso de la
informacién a otros

editores.  Préctica4. P4.1
Ficheros NETLIST. Formatos,
generacion y utilidades.

Planificar el traspaso de
informacion entre editores
(P6).

Temad. _T4.1 Editor de
placas de circuito impreso
(PCB). _ T4.2 Entorno de
disefio. _ T4.3 Utilidad de las
capas. __T4.4 Mangjo de
librerias. _ T4.5 Reglas de
disefio.  T4.6 Generacion de
informes. _ T4.7 Traspaso de
informacion a otros

editores.  Préacticab. P5.1
Traspaso de informacion del
editor de esqueméticos a
editor de placas.

2.5

Planificar el traspaso de
informacién entre editores
(P6); organizar y planificar la
informacion (A2).
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Horas

Contenidos HT HP HCT HTT HAI Competenciasy Objetivos
Temad. T4.1 Editor de 0 2 2 1 2  Seleccionar materialesy
placas de circuito impreso procesos paralafabricaciony
(PCB). __T4.2 Entorno de soldadura de Circuitos
disefio. _ T4.3 Utilidad de las Impresos (C3); adquirir
capas. __ T4.4 Manejo de habitos de trabajo auténomo
librerias.  T4.5 Reglas de (A3); desarrollar actitudes de
disefio.  T4.6 Generacion de cooperacion y responsabilidad
informes. __T4.7 Traspaso de en larealizacion de tareas
informacion a otros grupales (A4).

editores. Préactica6. P6.1

Asignacion de huellas segun €

tipo de componente

(convencional o de montaje

superficial).

Tema4. _T4.1 Editor de 0 2 2 1 2  Seleccionar materialesy

placas de circuito impreso
(PCB). _T4.2 Entorno de
disefio. _ T4.3 Utilidad delas
capas. _ T4.4 Mangjo de
librerias. _ T4.5 Reglas de
disefio.  T4.6 Generacion de
informes. _ T4.7 Traspaso de
informacion a otros

editores.  Préactica6. P6.1
Asignacion de huellas segun €
tipo de componente
(convencional o de montaje
superficial).

procesos paralafabricacion y
soldadura de Circuitos
Impresos (C3); adquirir
habitos de trabajo auténomo
(A3).
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Contenidos

Horas

HT

HP HCT HTT HAI

Competenciasy Objetivos

Tema4. _T4.1 Editor de
placas de circuito impreso
(PCB). __T4.2 Entorno de
disefio.  T4.3 Utilidad delas
capas. _ T4.4 Mangjo de
librerias.  T4.5 Reglas de
disefio.  T4.6 Generacion de
informes. _ T4.7 Traspaso de
informacion a otros

editores.  Préctica7. P7.1
Editor de placas de circuito
impreso. _ P7.2 Entornoy
utilidades.

0

2 2

1

2

Utilizar un entorno CAD para
el disefio de una placade
circuito impreso (PCB) (P3).

Temab. T5.1 Tecnologias de
encapsulado de componentes
electronicos. _ T5.2
Convencional, montaje
superficial (SMD) y otros tipos
(hibridas de capa gruesay
fina)._ Practica8. P8.1
Manejo de librerias del editor
de placas.

Operar con € editor de
Librerias de huellas o footprint
(P4).

Practica9.  P9.1 Reglasde
disefio segun €l tipo de circuito
electronico. _ P9.2
Implementacién en €l editor de
placas.

Identificar las Reglas de
Disefio (C2); Aplicar las
Reglas de Disefio (P7).
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Horas
Contenidos HT HP HCT HTT HAI

Competenciasy Objetivos

Tema6. T6.1 Procesosde 2 0 2 1 1  Utilizar un entorno CAM para

fabricacion. __ T6.2
Condicionantes para el disefio.
___ T6.3 Produccion de
prototiposy produccién
industrial.  Préctica 10.
P10.1 Condiciones de
fabricabilidad.  P10.2
Implementacion en €l editor de
placas.  Practicall. P11.1
Generacion de documentos
parala automatizacion de la
fabricacion.

la adaptacion de ficheros ala
maquinaria de fabricacion
(PS).

Tema7. T7.1Editor de 2 0 1 2.2 Efectuar lafabricacion deun
ficherosCAM. _ T7.2 prototipo de circuito impreso
Formatos RS 274-X, Excellon. (P8); desarrollar actitudes de
___ T7.3 Adaptaciéon de cooperacion y responsabilidad
ficheros ala maquinariade en larealizacion de tareas
produccién.__ Practica12. grupales (A4).

P12.1 Procesos de fabricacion

de prototipos electronicos,

P12.2 Fotograbado.

Tema8. T8.1 Procesos de 2 0 0 2.3 Seleccionar materialesy

soldadura. _ T8.2 Materiales
y normativas. __ T8.3 Tipos
de procesos segun € tipo de
placay segun € tipo de
componentes.  Préactical3.
P13.1 Procesos de soldadura
de componentes de montgje
superficial.

procesos paralafabricacion y
soldadura de Circuitos
Impresos (C3); practicar la
soldadura de componentes
convencionalesy de montaje
superficial (P9).

Equipo Docente

MANUEL ENRIQUEZ CHAVES
Categoria: Tl TULAR DE ESCUELA UNI VERSI TARI A
Departamento: | NGENI ERI A ELECTRONI CA Y AUTQVATI CA
Teléfono: 928451249  Correo Electrénico: nenri quez@li ea. ul pgc. es

(COORDINADOR)

Resumen en Inglés

It describes with practical emphasis and by means of the specific use of CAD software, the process
followed for the design of a printed circuit board from its conception (capture of schemes) until the
generation of the necessary documents for its manufacture, both at prototype and industrial level.
The course also explores the types of component's package and the materials and processes of
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manufacturing and welding.
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